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Nachhaltige Cleaning-Chemie fur die Halbleiterproduktion

GreenClean - Intelligent Fluid - IFTIN
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HerkoOmmliche Chemikalien
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Pyrazol/NMP-basiert DMSO/TMAH-basiert VS "

m10-80% Water
m2-20% Surfactant
5-20% Ol
m1-10% Smart activators
m< 1% Other substances

INTELLIGE
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= Erdolbasiert & Losungsmittel

» Reprotoxizitat bzw. starke Hautgangigkeit " Wasserbasiert
= Hohe Anwendungstemperaturen & Energiebedarf = Schont Material & Equipment
= Aggressiv gegeniiber Equipment & Material = Niedrige Anwendungstemperatur & Energieeinsparung
= Sehr hoher Entsorgungsaufwand = Patentierte Phasenfluid-Technologie auf Mikroemulsionsbasis
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Einordnung der intelligent fluids -Technologie.

Residual
removal

Tool/
Prozess

(1))

Lift-Off Prozessuntersuchungen auf Coupons

zeigten bereits hohe Wirksamkeiten Bilanzierung
|

= In der Verdrahtungsherstellung im Back- = Dauer = Wartung

End-Of-Line oder der Strukturierung anderer " Energie = Kosten

Metallisierungen ist das Cleaning einer der = Verbrauch = Entsorgung .

wichtigsten und wesentlichen Schritte in der

Mikroelektronik.

= Er muss vielfach wiederholt werden. ¥ Tric

= Bel bis zu 13 Kupfer-Level lUbereinander ist A

S es einer der wichtigsten Reinigungsschritte |

bei Halbleiter-Bauelementen. Ersatz kritischer Cleaning-Chemie in reprasentativ industriellem
Use-Case, Benchmarking und Okobilanzierung anhand eines
Referenzprozesses.

GEFORDERT VOM

Dr. Katharina Lilienthal (Nano System Tech)
Matthias Rudolph (Nano System Tech)

Bundesministerium
fiir Bildung
und Forschung

Dr. Ronny Tepper (Fluid Design, Anwendungstechnik) *

— Fraunhofer

IPMS

INTELLIGEN _ . . .
FLU f Dr. Salem Nasraoul (Teamleiter Mikroelektronik)

Phillip Schramm (Interconnects Tech) Dr. Matthias Golecki (Regulatory, Nachhaltigkeit)



	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3



